
HI
SE
MI
  
华
宇
电
子

Customer drawing NO.

框架传送方向（装片）：
 L/F Direction（D/A）：

注意：基岛全镀银

 实物图 ：
 Chip photo：

特殊说明 Special Instructions ：

TO94L (152*81mil²)
(3860*2057um²）

是否是 减薄厚度

DB方向
WB方向
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